






荣
誉

展
⽰

O
N

O
R��

H�





⽣产能⼒
P







双⼯位紫外激光打标机





精密激光表⾯处理解决⽅案



全⾃动PCB激光打标机
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项⽬名称�Item��

设备型号
Device�Model

IC厚度
IC�Thickness

激光类型
Laser�Type

设备外巇号
Di厚 ent io

e光
L o adet n 퀪 o adet

I߰

Ic 쀭a聂inot 

激光
Laser�耵 aven聂 t h





卷对⽚覆盖膜激光切割机
RTS�Covering�Film�Laser�Cut䫚 m�L l

i









光伏玻璃打孔机



密封钉焊接
Sealing�nail�welding

TWS电a





N系列�纳秒激光焊接机
N�Ser



■ 





动⼒电池顶盖激光焊接机
Laser�ഀ





S系列�激光送丝焊锡机



J�系列�激光锡球焊锡机
J�Series�Laser�Solder�Ball�Jetting



导电胶点胶机
Conductive�Glue�Dispensing�Machine

■�胶量⼤⼩粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时











PCB防⽔镭射除胶智能装备�

■�设备采⽤单⼯站单机架模式，⾃由拼装设备数量匹配UPH。
设备采⽤⽅通焊接机架+⽓弹簧滚



VCM⻢达⾃动组装线�

■��设备采⽤单⼯位单机架模式，柔性程度⾼，⾃由拼接机台数量匹配UPH。
�设备采⽤⽅通焊接机架，外观⼤⽓，结构稳定。■�
�全部⼯位配备CCD定位精度和产品兼容性⾼，






